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摘要(译)

本发明的实施例提供一种封装基板及其制造方法。封装衬底（ 10 ）包括
用于涂覆填充粘合剂的中心区域（ 10 ）和外围区域（ 10 。在其拐角处
的周边区域（ 10 b b）的表面包括凹凸结构（ 101 ）。本发明还提供一
种OLED显示装置，包括封装基板（ 10）。
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